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체 청 항  :  10 항

(54)  칭  단말

(57)  약

본 ,  단말  간 포트  는 미들 (5); 상  미들 (5)  앞측 상에 고 는 프

트 (6); 상  미들 (5)  뒷측 상에 고  상  미들 (5)  상  뒷측  커 하  한  커 (3); 상

  커 (3) 상에 고  리  커 하  한 리 커 (1);  상  프 트 (6) 상에 차

치 는 플  크린(7)  치 크린(8)  포함하 , 상  프 트 (6)  상  플  크린(7)

 상  치 크린(8)  포트할  도  , 상  플  크린(7)  상  프 트 (6)  상

 치 크린(8) 사 에 치하는  단말  공한다. 상   단말 에 하 ,  공  단

  컴포 트    향상과  함께,  상   단말  각  컴포 트   복  어들  

,  상   단말   비 과 지비  어들  다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

 단말  간 포트(middle support)  는 미들 (middle shell, 5);

상  미들 (5)  앞측 상에 고 는 프 트 (front shell, 6);

상  미들 (5)  뒷측 상에 고  상  미들 (5)  상  뒷측  커 하  한  커 (back cover, 3);

상   커 (3) 상에 고  리  커 하  한 리 커 (1); 

상  프 트 (6) 상에 차  치 는 플  크린(7)  치 크린(8);  포함하 ,

상  프 트 (6)  상  플  크린(7)  상  치 크린(8)  포트할  도  , 

상  플  크린(7)  상  프 트 (6)  상  치 크린(8) 사 에 치하는 

 단말 .

청 항 2 

1항에 어 ,

상  미들 (5)  프 (52)  상  프 (52) 내에 치 어 상  프 에 해 러싸  역  복

브 역들(sub-areas)  할하는 단빔(transverse beam, 51)  포함하 ,

상  복  브 역들  어도  역(53 또는 55)  리 역(56)  포함하는

 단말 .

청 항 3 

2항에 어 ,

리  착  탈착  한 동 (operation hole)  상  리 역(56)에 는 상   커

(3)  치에 

 단말 .

청 항 4 

1항에 어 ,

연결 들  상  프 트 (6), 미들 (5)   커 (3) 각각  에지들(edges) 상  는 치에 

,

상  연결 들  1 연결 (33), 2 연결 (57)  3 연결 (62)  포함하 ,

 상  1 연결 (33)  상   커 (3)에 고,

상  2 연결 (57)  상  미들 (5)에 ,

상  3 연결 (62)  프 트 (6)에 고,

상  프 트  (6),  상  미들  (5)   상   커 (3)는  상  연결 들과  매치 는  나사산  연결  재

(threaded connecting member)  통해 연결 는

 단말 .

청 항 5 

4항에 어 ,

1 돌 (32)는 상  1 연결 (33)에 는 상   커 (3)  앞측  치에 치 ,
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리 (54)는 상  1 돌 (32)에 는 상  미들 (5)  치에 치 ,

상  리 (54)는 상  1 돌 (32)  치  하여 매치 는

 단말 .

청 항 6 

5항에 어 ,

2 돌 (61)는 상  프 트 (6)  뒷측  상에 치 ;

상  3 연결 (62)  상  2 돌 (61)  통하도   상  나사산 연결 재  매치 는 나사산

(threaded hole)  고;

상  2 돌 (61)는 상  2 연결 (57)에 치 는

 단말 .

청 항 7 

6항에 어 ,

상  2  연결 (57)과  매치 는  상  2  돌 (61)  측  계단 상  치 한 (step-shape  limit

surface, 611)

 단말 .

청 항 8 

1항에 어 ,

애피택  돌 (63)가 상  프 트 (6) 주변  앞측 에지 상에 치 ,

상  애피택  돌 (63)는 상  미들 (5)  상  앞측  에지  치  하여 맞 결합 는

 단말 .

청 항 9 

8항에 어 ,

상  리 커 (1)는 냅-핏(snap-fit)  통해 상   커 (3)  고  연결 ;

상  리 커 (1), 상  미들 (5)  상  애피택  돌 (63)  측 들  상   단말  측

 하는

 단말 .

청 항 10 

1항 내지 9항  어느 한 항에 어 ,

 그루브(step groove)는 상  프 트 (6)  앞측 에 ,

상  플  크린(7)  냅-핏(snap-fit)  통해 상   그루브  하측과 연결 고,상  플

크린(7)  앞측   상   그루브   동  평  상에 고;

상  치 크린(8)  냅-핏  통해 상   그루브  상측과 연결 고, 상  치 크린(8)  뒷측

상   그루브   맞 결합 고, 상  치 크린(8)  앞측 과 상  프 트 (6)  앞측  동

평 에 치하는

 단말 .
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   야

본   단말  립  야에 한 것 , 보다 체   단말 에 한 것 다.[0001]

 경  

 , iPad,  럿(palm pilot) 등과 같   단말   들에 어  개별 [0002]

(individual element design)  가  한 단계 다. 상  개별    하게 할 

,  특  능들  행할   도  하는  상   단말  개별  들  

미한다. 상  개별  에 라 , 독립  컴포 트들  다룸  상   단말  체가 

립 고, 해 고 지   다.  단말 에 어 ,  들(electronic elements,  들

어,  칩,  항,  캐 시  등과  같 )   그  크 가  변경   는   들(standard

elements) 다. 계  들(mechanical elements,  단말  (shell),  치들  포트

프  등과 같 )  실질  상 에 하여 그   크 들  어야 하는 맞  들

(customized elements) 다. 상  개별   맞  들에 다.

재,   개  공통   단말  들  다.  첫 째 는 프 트 (front  shell)과  (back[0003]

shell)  는 ,  상   단말  체  가 프 트     고, 

상  프 트 에는 액  플 (liquid crystal display, LCD), 포트 프 들(support frames)  다

 많  들  공 ,  상    상   단말  측 (side  surfaces   뒷 (bottom

surface)  러싸는  컴포 트(appearance component) 다. 다  는 프 트 ,   리 커

 는 ,  상   에는 상  첫 째 에 하여 리  착하고 탈착하  한 

리 커 가  공 다.

한  상   개   단말  들   상   컴포 트들  , 각각  컴[0004]

포 트들  상   단말   많   들  비해야만 하는 것(  들어, 상  프 트 

에는 많  들  비한다)  미한다.  단말    들   

들  에,  각 컴포 트들  는 각각   들  치   는 마운  건(mounting

requirement)  만 시 야 하 ,  에  단말   컴포 트들  들  복 해진다. 상

 컴포 트들  가 복 해질  상  컴포 트들  공  욱 복 해지 , 는 상  컴포 트

 비  가  야 한다. 게다가, 복 한 공  상  컴포 트  상  낮  (yield)  

래할  , 욱  비  가시킬  다. 만약 상   단말  사   어 한 경미한 돌

 생하게 , 복 한  가진 상  컴포 트들  검   필 가  또는 상   고, 

는 컴포 트들  지 비 (maintenance cost)  게 만든다. , 복 한  컴포 트들    비

  지 비  가지 , 에 라  상   단말 들 또한   비   지 비  가지게

, 결과   단말 들  시  경쟁  약 시키게 다.

 내

해결하 는 과

본  래   단말  들,    비   지 비  해결하  한  단말[0005]

 공한다.

과  해결 단

래   단말    해결하  하여, 본  아래   해결 안  공한다.[0006]

본    실시 에  라,   단말 는  공 다.    단말 는   단말  간  포트[0007]

(middle support)  는 미들 (middle shell), 상  미들  앞측 상에 고 는 프 트 (front

shell), 상  미들  뒷측 상에 고  상  미들  상  뒷측  커 하  한  커 (back cover),

상   커  상에 고  리  커 하  한 리 커   상  프 트  상에 차  치 는

플  크린  치 크린  포함하고, 상  프 트  상  플  크린  상  치 크린

 포트할  도  ,  상  플  크린  상  프 트   상  치 크린 사 에 치

한다.
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하게는,  단말 에 , 상  미들  프   상  프  내에 치 어 상  프 에 해 [0008]

러싸  역  복  브 역들(sub-areas)  할하는 단빔(transverse beam)  포함하 , 상  복  

브 역들  어도  역  리 역  포함한다.

하게는,  단말 에 , 리  착  탈착  한 동 (operation hole)  상  리 [0009]

역에 는 상   커  치에 다.

하게는,  단말 에 , 연결 들  상  프 트 , 미들    커  각각  에지들(edges) 상[0010]

는 치에 , 상  연결 들  1 연결 , 2 연결   3 연결  포함하   상  1

연결  상   커 에 고, 상  2 연결  상  미들 에 , 상  3 연결  프 트 

에 고, 상  프 트 , 상  미들   상   커 는 상  연결 들과 매치 는 나사산 연결 재

(threaded connecting member)  통해 연결 다.

하게는,  단말 에 , 1 돌 는 상  1 연결 에 는 상   커  앞측  치에 [0011]

치 , 리 는 상  1 돌 에 는 상  미들  치에 치 , 상  리 는 상  1 돌

 치  하여 매치 다.

하게는,  단말 에 , 2 돌 는 상  프 트  뒷측  상에 치 , 상  3 연결  상[0012]

 2  돌  통하도   상  나사산  연결  재  매치 는  나사산  (threaded  hole)

고, 상  2 돌 는 상  2 연결 에 치 다.

하게는,  단말 에 , 상  2 연결 과 매치 는 상  2 돌  측  계단 상  치 한[0013]

(step-shape limit surface) 다.

하게는,  단말 에 , 애피택  돌 가 상  프 트  주변  앞측 에지 상에 치 , 상[0014]

애피택  돌 는 상  미들  상  앞측  에지  치  하여 맞 결합 다.

하게는,  단말 에 , 상  리 커 는 냅-핏(snap-fit)  통해 상   커  고  연결 ,[0015]

상  리 커 , 상  미들   상  애피택  돌  측 들  상   단말  측  한

다.

하게는,  단말 에 ,  그루브(step groove)는 상  프 트  앞측 에 , 상  [0016]

플  크린  냅-핏(snap-fit)  통해 상   그루브  하측과 연결 고,상  플  크린  앞

측   상   그루브   동  평  상에 고, 상  치 크린  냅-핏  통해 상   그

루브  상측과 연결 고, 상  치 크린  뒷측  상   그루브   맞 결합 고, 상  치 크

린  앞측 과 상  프 트  앞측  동  평 에 치한다.

 과

본  실시 들   해결 단  다 과 같  리한 과들  가진다.[0017]

 단말  체가 미들 , 프 트 , 커  , 플  크린, 치 크린  리 커  포함하[0018]

는 보다  많  컴포 트들  어,  들   많  컴포 트들  산 다. 라 , 각 컴

포 트들에는    들  재하 ,  각 컴포 트들 상에  많  마운  들  

하는 것  피할  다.  같  경우, 각 컴포 트들   복  어들  게 ,  공

단   ,  상  컴포 트   향상   다.  많아진 컴포 트들에 하여, 각

컴포 트들    비  감 , 실 에 해 야 는 컴포 트들  상  어들어 컴포 트들

지 비    게 다.  단말  체에 어 ,  비   지 비  가 어들  게

다.

하  상 한 과 한  직 시  것  뿐 , 본  한하지 않는다는 것  해 어[0019]

야 할 것 다.

도  간단한 

본  실시 들에 내포   해결 단  보다  하게 하  하여, 실시  하  한[0020]

도 들  간략하게 개 다. 하게, 본 야  당업 들 , 창   없 도, 첨  도 들에 

하여 다  도 들  득할  다.
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도 1  람직한 실시 에 는  단말  개략  해도 다.

도 2는 람직한 실시 에 는 도 1  개략  도 다.

도 3  람직한 실시 에 는 미들 (middle shell)  개략도 다.

도 4는 람직한 실시 에 는  단말  개략  단 도 다.

도 5는 람직한 실시 에 는  단말  프  복  브 역들(sub-areas)에 한 개략도 다.

상  도 들  본  하  한 실시 들  도시하고,  상 한 과 함께 본  사상  

하  하여 본   한다.

 실시하  한 체  내

본  실시 들   단말  공하 , 는 경 에   ,    비   [0021]

 지 비  해결한다.

본  실시 들   해결책  본  도 들  참 하여 상 하게  것 , 본 야[0022]

당업 는 상   해결책  보다  해할   것 , 상  실시  , 특징  들  해

지게  것  또한 보다 게 해    것 다.

도 1  참 하 , 본  실시 에 해 공 는  단말  가 도시 어 다. 도 1에 도시  상[0023]

  단말 는 미들 (middle shell, 5), 프 트 (front shell, 6),  커 (back cover, 3), 리

커 (1), 플  크린(7)  치 크린(8)  포함한다.

상  미들  (5)  본  실시 에  개시 는  상   단말   포트  프 (main  support[0024]

frame) , 상   단말  간 포트  다. 상  미들 (5)  상   단말 에 치

(arrange)   도  상   단말   들  지지할  고, 그  동시에 상  프 트

(6)  상   커 (3)  한 마운  (mounting base)  다. 그에 상 하여, 상  미들 

(5)  측  상   단말  측   하거나 또는 상   단말  측  체

   다.

상  프 트 (6)  상   단말  체  프 트  몸체(body) ,  상  미들 (5)  앞측(front[0025]

side)에  고 다.  ,  상  프 트 (6)  상  플  들  포트  (support

base)  능하는 보  컴포 트 다. 다시 말해, 상  프 트 (6)  상  플  크린(7)  상

치 크린(8)  포트할  다.

상   커 (3)는 상   단말  체    몸체 , 상  미들 (5)  뒷측(back side)에 고 어[0026]

상  미들  (5)  상  뒷측  커 한다.   동시에,  상   커 (3)는  안 나   플 블  들

(flexible boards)과 같  상   단말  들  한 마운   공한다. 상  리 커

(1)는 상   커 (3) 상에 고 어 리  커 한다. , 상   단말  상   커

(3)는 리  거하  한 (hole)  비한다. 상  리 커 (1)   상   단말

리  거  게 만들 , 리  착하거나 또는 거하는 과  동안에 상  리 커 (1)  픈

할 필 가 다.

상  플  크린(7)  상  치 크린(8)  각각 상   단말  플  컴포 트  [0027]

 컴포 트 , 상  프 트 (6) 상에 차  치 (  고 ), 상  플  크

린(7)  상  프 트 (6)  상  치 크린(8)  사 에 치 다.

래 과 하여, 본  실시 에  공 는 상   단말 는, 상  미들 (5), 상  프 트 [0028]

(6), 상   커 (3), 상  리 커 (1), 상  플  크린(7)  상  치 크린(8)  포함하는

 많  컴포 트들  어 상   단말   들 , 래 에  같  상  프 트

 상에 클러 (cluster)  보다는,  많  컴포 트들  산 게 다. 에 상 하여, 각 컴포 트들

상에    들  포함 , 각 컴포 트는  많  마운  들  비할 필 가 없어지 ,

는 각 컴포 트들   복 (manufacturing complexity)    게 ,  공  단 시킬

 게 고,  상  컴포 트    향상시킬  게 다.  많아진 컴포 트들에 하여,

각 컴포 트들  (significance)  비  상  감 , 실 에 해 야 는 컴포 트들  
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상  어들어 컴포 트들  지 비    게 다. 결과 , 상   단말   비  

지 비  가 어들  게 다.

상   단말 는  많  컴포 트들  어, 상   단말   (exterior surface)[0029]

상 었  , 상  들  컴포 트들   복   고,  상   단말  

비   지 비  보다  감   다.

상   단말  상   포트 프  상  미들 (5)  다양한 들  가질  ,[0030]

는 상   단말  특 한 타 에 해 결   다. , 상  미들 (5)  상  포트

능   하  하여 상   강도  가질 필 가 다. 라 , 사들  상  미들 (5)

 질  보다   강도  가지는 질들(  들어, )  채택하는 경향  나, 그러나 는

상  미들 (5)   비  가시키게 다. 비 과  한  해결하  하여, 본 

실시 들  특 한  미들  공한다. 도 3  참 하 , 도 3에 도시  상  미들  프 (52) 

단빔(transverse beam, 51)  포함하 ,  상  단빔(51)  상  프 (52)  내 에 치  상  프

(52)에 해 러싸 는 역들  상   단말   들  치하  한 복  브

역들(sub-areas)  할한다. 상  미들 (5)  프  (건  골격과 같 )  가지도  , 는

상   단말  강도  향상시킬  게 한다. 상  단빔(51)  상  미들 (5) 체  강도  강

시키  다양한  들  한  역들  하도  능한다. 본  실시 에 어 , 상

 미들 (5)  단 하   체 (replaceability)  가지는 프   가지 ,  상  생겼

  지 비  과  어   다.

도 3  참 하 , 복  브 역들   역(circuit board receiving area)(  들어, [0031]

들(9, 10)  각각 착하  한  역들(53,55))  리 역(56)( 리(4)  하

한 리 역(56))  포함할  다. , 상  복  브 역들  다  능들  가질  ,

본  실시 들  상  브 역들  능  한하지 않는다. 나아가, 상  실시 들  상  단 들

하여 상  역  브 역들  할하는 것에 한 지 않 , 단빔들(longitudinal beams, , 상

 단말   향  연 는 빔들)  사 하거나  단빔들과 단 들  합  사 하여 

하는 것 또한 가능할 것 다. 도 5  참 하 , 브 역들  할  도시 어 , 상  프 (52)

에 해 러싸  상  역들  강 듈 역(structural reinforcement module receiving area)(

강 듈 역(A),  강 듈 역(B),  강 듈 역(C),  강 듈 역(D)

포함함), 직 듈 역(E), 통신 듈 역(F), 카 라 듈 역(G)  게 듈 역(H)

할 다. 본 야  당업 는 상   단말 들  타     열(arrangement)에 

하여 상  단빔들(51)  단빔들    그들  (configuration)  할  다. 본  실시

는 단빔들(51)  단빔들    그  한하지 않는다.

상  브 역들  리 역(56)  포함하는 경우,  리  착  거  한 동 (operation[0032]

hole, 31)  상  리 역(56)에 는 상   커 (3) 상  치에   다.  같  

식에 해, 상  리는 상   커 (3) 상에 실질  , 상  동 (31) 내에  상  리가

착 고 거    에, 상   커 (3) 상  상   단말  다   들  동

과  동안 상 지 않   다.  실  거 과 에 어 ,  상   단말  다  들(

들어, 마트 카드)  주 거  도 다. 라  상   커 (3)는 다  들에 는 동 들

 비할  다.

본  실시 들에 한 상   단말 에 어 , 상  프 트 (6)  상  미들 (5)  앞측에 고[0033]

고,  상   커 (3)는 상  미들 (5)  후측에 고 , 한 컴포 트들  직  고  식(direct

fixation,  상  프 트 (6)  연결 재 또는 연결  통해 상  미들 (5)  앞측 상에 직  고

; 상   커 (3)가 연결 재 또는 연결  통해 상  미들 (5)  후측에 직  고 는 것)  통하

거나  간  고  식(indirect fixation,  들어 상  프 트 (6)  상   커 (3)에 고 고, 상

 미들 (5)  그 사 에 클램프(clamp) 는 것)  통해 고   다. 고  과 에 어 , 고  연결

재들 또는 연결 들(  들어, 냅-핏 )  사 함    다. 도 2, 3  4  참 하 ,

본  실시 들  연결  공한다. 본  실시 에 어 , 연결 들(connecting holes),  1

연결 (33), 2 연결 (57)  3 연결 (62)  상  프 트 (6), 상  미들 (5)  상   커 (3) 각

각  에지들 상  는 치에 치 ,  상  1 연결 (33)  상   커 (3)에 고, 상

2 연결 (57)  상  미들 (7)에 , 상  3 연결 (62)  상  프 트 (6)에 다. 또한 상
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 프 트 (6), 상  미들 (5)  상   커 (3)는 러한 연결 들 내에 치   는 연결 재, 

 들어 나사산 연결 재(threaded connecting members)  통해 연결 다. 립 과 에 어 , 상  프 트

(6), 상  미들 (5)  상   커 (3) 상  연결 들   한 후, 상  프 트 (6), 상  미들

(5)  상   커 (3)가 상  연결 재  통해 연결 어 고  립체  하게 다.

만약 상  프 트 (6), 상  미들 (5)  상   커 (3)가 단  겹쳐진 후 상  연결 재  통해 연결[0034]

는 경우, 립 안 도가 낮아지는  생할  ,  단말  체  피가 상  커지

게   다. 러한  해결하  하여, 본  실시 에 는 상   커 (3)는 상  1 연

결 (33)에 는 상   커 (3)  앞측  치에 1 돌 (32)  비할  , 리 (54)가 상

 1 돌 (32)에 는 상  미들 (5)  치 상에 공 , 상  리 (54)는 상  1 돌 (3

2)  치  하여 매치 어 상   커 (3)  상  미들 (5)  포지 닝  가능해진다.  같  식에

해, 상  1 돌 (32)가 상  리 (54)  치  하여 매치  후, 상   커 (3)  상  미들 

(5)  상  연결 재  통해 연결   다. 라 , 상  컴포 트들  보다  컴 트하게 연결 , 상

컴포 트들  립 안 도가 향상 다. 상  리 (54)는 냅-핏(snap-fit)  통해 상  1 돌 (32)  

치  하여 매치 , 는 포지 닝  보 하  상  컴포 트들  결합 과  보다 향상시킨다.

본  실시 에 는  단말 에 어 , 1 돌 (61)가 상  프 트 (6)  뒷측  상에 치[0035]

고; 상  3 연결 (62)  상  2 돌 (61)에 해 통 고 상  나사산 연결 재  매치 도  

; 또한 상  2 돌 (61)  상  연결   포지 닝 어 맞 결합 다. 도 4에 도시   같 ,

상  2 돌 (61)는 상  2 연결 (57) 내  치 다. 상  나사산 연결 재(  들어, 볼트(2))는 상

 1 연결 (33)  통과하  상  3 연결 (62)에 연결 다. 또한, 상  미들 (5)  상  프 트 (6)

 상   커 (3)  사 에 치 , 상  2 돌 (61)는 상  2 연결 (62) 내에 치하여,  나아가

상  미들 (5)에 한 고  한다. 상  미들 (5)  상  프 트 (6) 사  포지 닝  결합

상  컴포 트들  컴 트함  립 안  향상시킬  다. 상  2 연결 (57)과 매치 는 상  2 돌

(61)  측  상  미들 (5)  상  프 트 (6)  생산 (manufacturability)  향상시키  하여

계단 상  치 한 (step-shape limit surface, 611)   , 라  신 한 포지 닝  립  

할  게 한다. 상  볼트(2)는 편리한 재   지  해   재 ( , 복  처리   

는 능)  가지는 볼트   다.

사하게,  본  실시 에 는  단말 (도 4에 도시   같 )에 어 ,  애피택  돌[0036]

(epitaxial protrusion, 63)는 상  프 트 (6)  앞측 에지 상에 치 , 상  프 트 (6)  상

 미들 (5)  결합  편  해 상  미들 (5)  앞측  에지에 결합 다. 본  실시 에 어

, 상  리 커 (1)는 상  연결 재 또는 연결  통해 상   커 (3)에 탈 착가능하게 연결

 다. 상  연결 (  들어, 냅-핏)는 상  연결  상   단말    심미  

 보 할  다. 상  상  리 커 (1), 상  미들 (5)  상  에피택  돌 (63)  측 들

상   단말  측  하여  상  리  커 (1)   상  미들  (5)  립 들(assembly

surfaces)  상   단말  측 에 치하 ,  상  리 커 (1)  거  하게 하 , 

동  향상시킨다.

본  실시 에 어 , 상  플  크린(7)  치 크린(8)  상  연결 재  통해 상  프[0037]

트 (6)에 연결   , 또한, 고  연결 들  통해  상  프 트 (6)에 연결   다. 도 4

 참 하 ,  그루브(step grove)가 상  프 트 (6)  앞측 에 , 상  플  크린(7)

 냅-핏  통해 상   그루브  하 측과 연결 , 상  플  크린  앞측   상   그

루브  (step surface)  동  평  상에 다. 상  치 크린(8)  냅-핏  통해 상   그루

브  상 측과 연결 , 상  치 크린(8)  뒷측  상  과 결합 , 상  치 크린(8)  앞

측   상  프 트 (6)  앞측  동  평  상에 다.

본  실시 에 는 상   단말 는  폰, iPad,  럿, POS 등   다. 상  [0038]

단말 들  타  본 에 해 한 지 않는다.

본  실시 들에 어 , "앞측" 또는 "앞측 "  하나  측  또는 사  동   또는 플[0039]

 에 가  는 상  컴포 트들  측  미하 ; 또한 "뒷측" 또는 "뒷측 "  하나  측

또는 상  사  동   또는 플   어  는 상  컴포 트들  측

미한다.
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본  각각  실시 들  진보  식    ; 각 실시 들에  동 하거나 사한 [0040]

들   참 할  고; 각 실시 들  포커 (focus)는 다  실시 들과  각각 별 다.

본  한 실시 들  본  보   한하  하여 는 것  아니다. 본  사상[0041]

 원리 내에  어 한 변 , 변경  향상도 본  보   내에 포함 어야 할 것 다.

도

도 1
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도 2

도 3
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도 4
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도 5
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